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⚫本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記載は、

本資料の発表日現在における将来の見通し、計画のもととなる前提、

予測を含んで記載しており、当社としてその実現を約束する趣旨の

ものではありません。実際の業績は、今後様々な要因によって、

大きく異なる結果となる可能性があります。

⚫本資料には監査を受けていない概算値を含むため、数値が変更になる可能性があります。

⚫アミノサイエンス®は味の素株式会社の登録商標です。
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本日の事業説明会でお伝えしたいこと

• ICT領域は、データ量の増大やAIの浸透を背景に、成長を続ける重点成長領域。
当社は、この技術進化を先読みし、「高速開発システム」のもと、
味の素ビルドアップフィルム®（ABF®）を中核に、成長を実現している。

• 今後も、技術進化に先読みで対応し続けてデファクトスタンダードを維持し、
社会価値の創出と持続的な事業成長の両立を目指す。

• 本日は、2025年に本格稼働した新工場（群馬）のバーチャル見学を交えて、
電子材料事業の成長戦略をご説明する。



味の素グループ独自の強み・競争力の源泉であるアミノサイエンス®を活かし、4つの重点

成長領域で、より大きな社会価値と経済価値（成長性）を共創し、企業価値を向上させる。

Eat Well, Live Well.

ヘルスケア

フード＆ウェルネス

ICT

グリーン

アミノサイエンス®

成長性 社会価値

味の素グループの成長戦略

本日はICT領域、電子材料事業について、ご説明させていただく。 
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データ処理需要の急拡大

• 生成AI・IoTなどの普及によりデータ処理量が

急増

• 高性能化ニーズの高まりを受け、チップ単体の

進化に加え、チップレット化や先端パッケージ

ングを通じたシステム統合が進展

消費電力の増大と効率化ニーズ

• データセンターの電力消費が急増する中、消費

電力の抑制が課題に

• チップの省電力設計に加え、実装・パッケージ

ング技術による電力効率向上が不可欠に

これらの変化を成長機会とし、持続的な事業成長を実現する。
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半導体は高性能化・高密度化を伴い進化を続けており、今後もその高度化が見込まれる。
これに伴うパッケージ基板の高度化は、関連材料にとって持続的な成長機会となっている。

ICT領域 - 半導体を取り巻く環境変化



電子材料等

事業*

その他

ICT領域 – ABF®を中核とする電子材料等事業

全社事業利益に対する、電子材料等事業の割合

（円グラフは2025年度実績）

*電子材料のほか、接着剤など
の機能性材料を含む

当社ICT領域の成長を牽引する中核材料ABF®

ABF®は半導体パッケージ基板の層間絶縁フィルム。
シェア95%超のデファクトスタンダードとして、
半導体市場の成長に応えながら進化をし続けている。
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当社、電子材料事業は、味の素ビルドアップフィルム®（ABF®）を中核に、半導体市場の
成長に応えながら進化し続け、事業を拡大している。25年度の事業利益の約30％を占め、
全社成長を牽引する重要な事業。



ICT領域 -高速開発システム
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開発・量産・お客様サポートまでを一体で高速化、お客様との価値共創スピードを競争優位へ転換。

完成度
の高い
材料の
ｻﾝﾌﾟﾙ
ﾜｰｸ

お客
様の
評価 

お客様のニーズ先読み。
健全な危機感の持続

１

2

複数のトータル
ソリューションを準備。
極めて戦闘力の
高いR&Dチーム

3
改良要求も予測し準備。
フィードバックに応じて
迅速に提案。
トータルソリューション
提案

4

採用獲得まで継続。
モノを売るのはヒト

お客様の
次のター
ゲット

自社で
材料(再)

開発 

完成度の
高い材料の
ｻﾝﾌﾟﾙﾜｰｸ

お客様の
評価 

お客様の
承認

高速

<高速開発システム>

一貫体制

技術基盤
（アミノサイエンス® ）

信頼関係

全フェーズを一体で高速に循環

製品開発 量産
お客様

サポート

高速開発（スピード × ちゃんと） × 信頼 = 持続的成長

開発～製品提供までを一体で高速に推進

スピードと品質で信頼を獲得

アミノサイエンス®に基づく分析・品質

技術が競争力の源泉



8Copyright © 2026 Ajinomoto Co., Inc. All rights reserved

HPC・AI需要の拡大

環境変化
AIやデータ量増大に伴い半導体
の高性能化・高密度化が加速

当社の対応
高度化するパッケージ要件に、
ABFⓇを中心に先行対応

光電融合の進展

環境変化
省電力化を背景に光電融合・高速
伝送の重要性が増大

当社の対応
材料開発と業界連携により、次世
代実装技術への対応推進

新領域の創出

環境変化
エネルギー・バイオ分野など、
新市場が拡大

当社の対応
素材技術を基盤に、新用途の開拓
と事業化を推進（電極・センサー
など）

技術進化と需要構造の変化を先読みし、持続的成長を実現し続ける。

ICT領域 – 技術進化への先読み対応

ICT領域における、デファクトスタンダードを持続的に維持



組織資産
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無形資産の融合による、競争優位と持続的成長の実現

当社は、技術・人財・顧客・組織といった無形資産を有機的に結びつけることで、
競争優位の確立・持続的な成長を実現し続ける。

顧客
資産

技術
資産

人財
資産

独自の技術資産で
価値創出へ

⚫アミノサイエンスⓇ（おいしさ設計

技術Ⓡ、先端バイオ・ファイン技術

等）

⚫戦略的知財ポートフォリオ

社会価値と経済価値の
共創（ASV経営）を

支える組織基盤

⚫志（パーパス）

⚫ASV経営

⚫「味の素グループWay」

グローバルの生活者と直接対話、
顧客との共創へ

⚫多様でグローバルな顧客とそのロイヤ

ルティ

⚫「食品とバイオ＆ファインケミカル」

×「B2CとB2B」の両輪モデル

働きがいNo.1の企業グループへ
⚫技術資産と顧客資産をつないでイノベーション

を生み出す人財

⚫味の素グループの志（パーパス）に共感する

多様な人財

イノベーションの共創
ASV経営の実現

<4つの無形資産のつながり>

⚫ブランド

⚫現地適合力

技術
とつなぐ

顧客
とつなぐ
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